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Fig. 1 Fabricated TO-247 PKG SiC-SBD test 
samples: (a) after and (b) before transfer molded 
with a thermoset epoxy material composite. 
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Fig. 2 SAT images of EMC_A before and after HTST 
for 1000H at 200C, showing (a) EMC/die pad interface, 
(b) die attach layer and (c) EMC/lead pad interface. 
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1. 概 要： 高温動作可能な SiCパワーデバイスの登場で、実用的な機電一体EVインホイールモーター

(IWM)システムの実現が現実味を帯びてきている。IWM 内に格納されるパワーモジュール(PM)は、高温

と低温、温度変化、湿度、タイヤ振動に耐えねばならない。このため、PM の活性領域をハード樹脂で固

めた実装形態が有力候補になっている。PM は高価であって、サンプルを多数消耗する高信頼化技術開

発では開発コストが嵩む。このため、簡便なサンプルで信頼性試験を実施することが望まれている。筆者

らはこの観点から、前記 PMに近い構造を有する TO-247パッケージを用いて PMの高信頼化に取り組ん

でいる。本講演では TO-247 サンプルの放置試験(HTST)と冷熱サイクル試験(TCT)の結果を報告する。 

2. 実 験： 表裏全面に Ni めっきを、さらにダイパッド及びリードバッド部には部分 Ag めっきを施した

TO-247 Cu 製リードフレームに SiC-SBD ダイ(ROHM S6302, 2.34×2.34 mm2)を真空接合した。ウェッジボ

ンドで 1番ピンをカソードセンス（ダイパッド）に、3番ピンをアノードに接続した(Fig. 1b参照)。ダイアタッチ

は共晶Au-Ge（田中貴金属）、ワイヤーはφ200umのAl線（田中貴金属、#TANW）である。この後、リード

フレーム表面を耐熱 200℃仕様の熱硬化性エポキシ封止材（EMC）： ①EMC_A 又は②EMC_B （共に

限定市販品）でモールドして Fig. 1a のようなテストサンプルを完成させた。HTST は温度 200℃で 1,000

時間まで、TCT は温度振り-40℃⇔200℃で 1,000 サイクルまで実施した。途中、試験を一時中断して、超

音波顕微鏡（SAT）像、順/逆方向 I-V 特性、過渡温度上昇特性の変化を観察した。 

3. 結 果： HTST、200℃の結果について述べる。Fig. 2 は 1000 時間経過前後の EMC_A サンプルの

SAT 像を比較している。観察位置は、(a) ダイパッド/樹脂界面、(b) ダイアタッチ層、(c) リードパッド/樹

脂界面である。図から明らかなように、各樹脂界面の剥離、ダイアタッチ層のクラックまたは剥離の発生を

示唆する変化は見られなかった。1000 時間に到達するまでの EMC_A サンプルの定格電流印加電圧 VF、

逆方向耐圧 VRB、逆方向リーク電流 IR、過渡熱温度上昇値を追跡したところ有意な変化は見られなかっ

た。一方、EMC_B サンプルは出来上がり時点で、リードフレームヘッド付近の樹脂界面で剥離が観察さ

れ、Ni めっき面との樹脂密着性に課題があることが判明した。なお、Ag めっき面には剥離はなかった。 
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